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摘 要

矽晶圓片之製造始於長晶。長成之晶圓必須經過線切割將晶圓錠切成薄片狀晶圓片。切割完成之晶圓片必須經過許多製程

，才能製成各種晶片使用。晶圓表面磨削為其中重要製程之一，其目的在減少晶圓片厚度並達成晶片所須的平坦度與表面

粗糙度。當晶圓片尺寸越來越大，其原始厚度亦必須隨之增大，以確保製程中晶圓片具有足夠強度。晶圓片表面磨削製程

於是愈顯重要並吸引許多研究者興趣。晶圓片表面磨削可分為粗磨與精磨兩階段。粗磨階段使用較高之進幾速率以獲得較

大材料移除率。精磨階段則採用較低的進幾速率以確保晶片製作所需表面粗糙度與平坦度的達成。在所有的磨削參數中，

與材料移除率及平坦度及表面粗糙度有關的重要參數有主軸轉速、工作台轉速與進幾速率。相關研究指出這些參數之間存

在著不可忽略的交互作用。但田口法並不適用於具有交互作用的實驗。本實驗以二階Box-Benkhen法進行實驗設計以估算

磨削參數之主影響力及交互作用。此法採三水準部分因子實驗，可以有效估算因子之主影響力、交互作用及曲率效果。觀

察之實驗輸出包含主軸馬達電流、工作台馬達電流、表面粗糙度與平坦度。本文將建立品質特性與磨削參數之模型，並以

顯著性分析，變異數分析等確認模型之正確性，最後以數學規劃法找出晶圓片精磨之最佳磨削參數，提高晶圓片之性能與

品質，充分發揮晶圓磨削機之性能。
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